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1 简介

曳影 1520验证板是基于曳影 1520视语融合芯片做的开发板，如下图所示。

曳影 1520验证板支持丰富的接口，并可通过跳线、模拟开关等方式支持不同复用模式的验证和开发，详情

请参看《T-Head曳影 1520验证板用户指南.docx》。
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Boot跳线 SW1，需要都拨到 OFF的位置，设定为 fastboot模式 。

准备就绪后，插上 12V DC电源，打开电源开关，按电源键按键启动。

� PWR 开关 SW7跳到 ON的位置

� 按下电源 J11按键 ONKEY给板子上电 
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2 安装驱动

如果是MAC电脑，只需要安装串口工具和 android调试工具。

1. 安装串口工具，比如 minicom

brew install minicom

使用方法

minicom -D /dev/<串口号>

如 minicom -D /dev/tty.usbserial-142202

2. 下载 android platform tools的MAC版本

https://developer.android.google.cn/studio/releases/platform-tools

如果是 windows电脑，需要安装串口驱动，见下方描述。

2.1 串口驱动

● 串口驱动程序：

从 FTDI官网下载最新的 VCP 串口驱动，并安装，根据电脑类型有Windows、Linux、Mac OS版本。链接

为 https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm。

驱动安装完后应该会有 4个串口和：
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4口串口依次对应：

● E902

● C906

● C910 TEE

● C910 REE

通常我们打开第三个串口也就是 C910 TEE。串口打开后通过 RESET KEY重置板子，串口会打印 BROM消

息：

如无此消息，检查连线，跳线和上电指示灯。如依然无 BROM 消息，则有可能板子已经损坏。

2.2 fastboot驱动

win10需要禁用强制驱动程序签名，具体步骤如下：

1. 找到WIN10 的设置，点击“设置”。
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2. 点击最后一个“更新和安全”，然后点击“恢复”。
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3. 点击“恢复”之后，在右边点击高级启动下面的“重新启动”，此时电脑会重新启动，如果有其他重要

程序在跑，请慎重。

4. 重启之后会出现几个选项，点击选项“疑难解答”。

5. 然后点击“高级”，启动设置，重启。
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6. 这会重启之后就跳出一个列表，其中有安全模式等选项，也包括这里我们关心的“禁止强制驱动程序签

名”。
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7. 选择“禁用强制驱动程序签名”，对应哪个数字就按那个数字，之后电脑会重新启动。

8. 重启之后，驱动就可以成功安装。若有提示点击继续安装即可。

fastboot驱动安装具体步骤如下：

1. 开发板通过 usb连接到电脑。

2. 打开设备管理器出现“USB download gadget”设备。

3. 右键安装驱动，选择“浏览计算机以查找驱动程序”。
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4. 选择 fastboot_driver下 usb_driver目录，点击下一步。
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5. 选择“始终安装此驱动程序软件”。

6. 完成驱动安装。

2.3 设置默认分区

启动到 uboot，在读秒阶段，按任意键进入命令模式。
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输入以下命令，完成安全分区设置。

3 上电与启动

3.1 调整跳线

曳影 1520 在 Image 烧写以及 ADB 调试时，需要作为 Device 使用，因此曳影 1520 验证板上增加了通过跳

线选择 VBUS电源的设计。在正常 Host模式下，J12跳线接 2-3，主板 VBUS 5V供给 USB连接器；做 Device

使用时，跳线接 2-1，或者不接。

注意：跳线选择 VBUS电源为非标准设计，使用时务必注意，以免烧坏主板！
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3.2 连接串口

USB MicroB线一端插入电脑，一端插入验证板 J8，在电脑->计算机管理->端口上应该可以看到 4个 USB 串

口。

依次分别为 AON_UART E902调试接口，AUD_UART C906调试接口，UART0 C910 TEE调试接口，UART1

C910 REE调试接口，烧写时，请选择 Serial第三个通道，并设置波特率为 115200bps。



保密

©【平头哥上海半导体技术有限公司】版权所有 18

 

3.3 上电

接通输入电压为 DC12V，将 SW7 电源开关拨到“ON”位置，按 ONKEY 按钮给板子上电。
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4 镜像烧写

正确设置拨码开关，打开串口，然后启动板子，此时串口 log 如下：

4.1 windows

SDK中默认会发布烧录脚本，进入 SDK目录，切换到 fastboot烧录脚本目录 windows_script，执行脚本：

脚本 功能

light_fm_ddr_fastboot.bat 不烧写 emmc，一键启动系统

light_fm_single_rank_full_image.bat 烧写所有 image

light_fm_single_rank_uboot+kernel.b at

烧写 uboot 和 Linux kernel

light_fm_single_rank_uboot.bat 烧写 uboot

脚本会烧录对应的镜像到 eMMC，过程大约几到十几分钟不等，具体视镜像大小而定。

烧录过程中串口会有 log输出：
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当出现“任意键继续”提示时，表明烧录完成：

4.2 Linux

SDK中默认会发布烧录脚本，进入 SDK目录，切换到 fastboot烧录脚本目录 linux_script，执行脚本：
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烧录过程与 windows类似。

4.3 快捷烧写

⾮空板（烧写过 image）可以不用修改拨码开关，用 uboot 的 fastboot 功能直接烧写，具体方法如下：

1. 链接 USB 转串口线，PC 端⽤串口⼯具打开第三个串口，备用。

2. 待串口 log 显示启动到 uboot 时，PC 上按 Enter 键，使开发板上的 uboot 进入 cmd mode。

3. 在串口输入“fastboot usb 0”命令，执行后 uboot进入升级状态。

4. 在 PC上运行 SDK 包 Tools目录下 image 名称对应的脚本, 可以单独升级 uboot, rootfs 等镜像。
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5. 重启

按 RESET 按键重启。

4.4 安全镜像烧写

安全镜像的分区设置与非安全镜像不同，具体如下：

安全 非安全 备注

uboot √ √ 镜像不同

boot √ √ 镜像相同

rootfs √ √ 镜像相同

tf x √

tee x √

stashtf x √

stashtee x √

分区通过 uboot 命令来实现，固在安全和非安全镜像之间切换的时候，要重新烧写 uboot，且在烧写完 uboot

后需重启以运行新的 uboot，然后再烧写其他分区的镜像。
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烧写镜像的一般步骤：

1. 上电启动。

2. 在 uboot读秒阶段，按任意键进入命令模式。

3. 在命令行里输入“fastboot usb 0”启动 fastboot功能。

以下介绍 windows上的烧写方法，Linux下烧写方法与非安全镜像类似，找到镜像对应的脚本即可烧写，不

再赘述。

4.4.1 UBOOT烧写

烧写 uboot 的具体步骤如下：

PC上运行 light_fm_single_rank_uboot.bat脚本烧写 UBOOT镜像升级。

烧写完成后，重启板子。

4.4.2 设置默认分区

输入以下命令，完成安全分区设置。
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4.4.3 TF镜像烧写

PC上运行 light_fm_single_rank_stashtf.bat 烧写 TF 镜像。

4.4.4 TEE镜像烧写

PC上运行 light_fm_single_rank_stashtee.bat 烧写 TEE镜像。

4.4.5 全镜像烧写

PC上运行 light_fm_single_rank_system.bat 烧写全部镜像。
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5 从 eMMC 启动

烧录完成后，将 SW1 跳线 2跳到 ON的位置，选择从 eMMC启动。


